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€\ (57) Abstract: The invention relates to a method and a device for serial-production mounting and attachment of electronic com-
ponents (5, 10), in particular RFID chips, on substrates (3), in particular substrates with antennae, with the following steps: picking
=~ up at least one of the electronic components (5, 10) of a composite component (4) by means of a picking device (6 - 9); transfer of
the electronic component (10) from the picking device (6 - 9) onto a displaceable transporting device (11 - 13); application of an
adhesive (17) onto an underside of the component (10) attached to the transporting device (11 - 13) by means of a stationary adhesive
application device (15, 16; 20, 21); measurement of an alignment of the component (10) in relation to the alignment of a placement
area (3a) arranged on the substrate (3) for placing the component (10) by means of a measurement device (18, 19); and placement
O of the component (10) on the placement area (3a) of the substrate (3) by means of the transporting device (11 - 13).
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Erklarungen gem

—  hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

—  Erfindererklirung (Regel 4.17 Ziffer iv)

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum serienmiBigen Aufbringen und Befestigen
von elektronischen Bauteilen (5, 10), insbesondere RFID-Chips, auf Substraten (3), insbesondere antennenaufweisenden Substraten,
mit folgenden Schritten: Aufnehmen mindestens eines der elektronischen Bauteile (5, 10) aus einem Bauteilverbund (4) mittels einer
Aufnahmeeinrichtung (6 - 9); Ubertragen des elektronischen Bauteils (10) von der Aufnahmeeinrichtung (6 - 9) auf eine verschieb-
bare Transporteinrichtung (1 1 - 13); Auftragen eines Klebstoffes (17) auf eine Unterseite des an der Transporteinrichtung (1 1 -
13) befestigten Bauteils (10) mittels einer stationdren Klebstoffauftrageeinrichtung (15, 16; 20, 21 ); Messen einer Ausrichtung des
Bauteils (10) in Relation zu der Ausrichtung einer auf dem Substrat (3) angeordneten Ablegefldche (3a) zum Ablegen des Bauteils
(10) mittels einer Messeinrichtung (18, 19), und Ablegen des Bauteils (10) auf der Ablegefldche (3a) des Substrates (3) mittels der
Transporteinrichtung (1 1 - 13).



